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摘要(译)

提供了用于电聚合物铺路和密封（ePEPS）的方法，材料，装置和系
统。该方法包括将铺路材料输送到血管，组织管腔或其他中空空间的内
表面，将电子部件输送到表面，以及形成包含铺路材料和集成电子部件
的保形装置。集成电子元件可以均匀或非均匀地分布在材料中，例如在
聚合物材料的顶部，中部和/或底部。该装置是生物相容的，并且优选是
可生物降解的或可生物侵蚀的。所述装置集成了用于感测或检测一种或
多种分析物，信号或条件，传输或产生信号，或释放治疗剂，预防剂或
诊断剂的电性质。可选地，设备是智能设备，其包括反馈和逻辑装置以
响应本地条件的变化。
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